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Dispositif électronique comprenant une puce optique et procédé de

fabrication

La présente invention concerne le domaine des dispositifs
électroniques qui comprennent des puces électroniques pourvues de
composants optiques aptes a émettre/recevoir de la lumiere.

Selon un mode de réalisation, il est proposé un dispositif
électronique qui comprend : une plaque de substrat qui présente une face

avant de montage ;

2

une puce électronique montée sur la face avant de
montage de la plaque de substrat et pourvue dans sa face avant d’un
composant optique ; un capot d’encapsulation de la puce qui est monté
au-dessus de ladite face avant de la plaque de substrat, qui délimite une
chambre dans laquelle se situe la puce et qui présente une ouverture

avant située en avant du composant optique de la puce ; et un élément

optique, apte a étre traversé par la lumiére, qui est monté sur le capot et
qui recouvre I’ouverture du capot

Le dispositif électronique comprend en outre un masque
additionnel qui est monté sur le capot, qui s’étend en avant dudit
¢lément optique et qui présente une ouverture locale située en avant du
composant optique de la puce.

Ainsi, grace au masque additionnel pourvu d’une ouverture
locale, le champ du rayonnement lumineux est plus aisément controlé.
En outre, 1’assemblage est facilité et précis.

L’ouverture locale du masque additionnel peut étre plus petite
que l’ouverture avant du capot.

L’élément optique peut comprendre une partie centrale apte a
dévier la lumiere et un motif de positionnement.

L’élément optique peut comprendre une pastille de base et une
couche arriére incluant une partie centrale apte a dévier la lumiére et un
motif de positionnement détectable au travers de l’ouverture avant du

capot d’encapsulation.
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Le masque additionnel peut étre monté au-dessus d’un bord avant
du capot situé autour et a distance de 1’élément optique.

L’élément optique peut étre monté au-dessus d’une face avant
d’un épaulement du capot entourant I’ouverture avant du capot.

Le dispositif électronique peut comprendre une autre puce
électronique montée sur la face avant de montage de la plaque de
substrat et pourvue dans sa face avant d’un composant optique.

Le capot d’encapsulation peut délimiter une autre chambre dans
laquelle se situe 1’autre puce et présente une autre ouverture avant située
en avant du composant optique de 1’autre puce.

Un autre élément optique, apte a étre traversé par la lumiere,
peut étre monté sur le capot et recouvre 1’autre ouverture du capot.

Le masque additionnel peut présenter une autre ouverture locale
située en avant du composant optique de 1’autre puce.

Il est également proposé un procédé de fabrication d’un
dispositif électronique, qui comprend les étapes suivantes :

disposer d’une part d’une plaque de substrat sur une face avant
de laquelle est montée au moins une puce €lectronique comprenant un
composant optique et d’autre part d’un capot d’encapsulation présentant
une ouverture avant et d’un élément optique apte a laisser passer la
lumiére,

monter 1’élément optique sur le capot d’encapsulation, en avant
de ladite ouverture avant,

monter sur le capot d’encapsulation un masque additionnel, en
avant de 1’élément optique, le masque additionnel présentant une
ouverture locale, et

monter le capot d’encapsulation au-dessus de la face avant de la
plaque de substrat, dans une position telle que la puce soit située dans
une chambre délimitée par le capot d’encapsulation et que 1’élément
optique soit en avant du composant optique de la puce, les axes optiques
du composant optique de la puce et de 1’élément optique et [’axe de
I’ouverture locale du masque additionnel étant situés sur un axe optique
commun.

Le procédé peut comprendre :
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placer le capot d’encapsulation muni de 1’élément optique et du
masque additionnel dans une position de référence,

détecter un motif de positionnement de 1’élément optique au
travers de 1’ouverture avant du capot d’encapsulation par rapport a une
position du substrat de support ou de la puce montée sur le substrat de
support,

déplacer et monter le capot d’encapsulation au-dessus du
substrat de support, depuis la position de référence et conformément a
un programme de déplacement et de montage.

Des dispositifs électroniques vont maintenant étre décrits a titre
d’exemples de réalisation non limitatifs, illustrés par le dessin dans
lequel :

- la figure 1 représente une coupe d’un dispositif électronique
comprenant une puce électronique pourvue d’un composant
optique ; et

- la figure 2 représente une coupe d’un dispositif électronique
comprenant deux puces ¢électroniques pourvues de
composants optiques.

Un dispositif électronique 1 illustré sur la figure 1 comprend un
substrat de support 2, en forme de plaque, qui présente une face arriere
3 et une face avant de montage 4 et qui inclut un réseau intégré 5 de
connexions électriques d’une face a 1’autre. Le substrat de support 2 est
en une matiére opaque.

Le dispositif électronique 1 comprend une puce électronique 6
qui est fixée sur la face avant 4 du substrat de support 2, par
I’intermédiaire d’une couche de colle (non représentée), et qui
comprend dans sa face avant 7 un composant optique 8, apte a émettre
ou a recevoir un rayonnement lumineux. La puce 6 est reliée
¢lectriquement au réseau de connexions électriques 5 par exemple par
un ou plusieurs fils électriques 9.

Le dispositif électronique 1 comprend un capot d’encapsulation
10 qui est fixé au-dessus de la face avant 4 du substrat de support 2 et
qui délimite une chambre 11 a 1’intérieur de laquelle se situe la puce 6.

Le capot d’encapsulation 10 est en une matiére opaque.
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Le capot d’encapsulation 10 présente une ouverture avant 12
située en avant du composant optique 8 de la puce 6.

Le dispositif électronique 1 comprend un élément optique 13 en
forme de pastille, apte a étre traversé par la lumiere, qui est monté sur
le capot d’encapsulation 10 et qui recouvre 1’ouverture avant 12 du
capot d’encapsulation 10.

Le dispositif électronique 1 comprend un masque additionnel 14
en forme de plaque, qui est monté sur le capot d’encapsulation 10, qui
s’étend en avant de 1’élément optique 13 et qui présente une ouverture
locale 15 située en avant du composant optique 8 de la puce 6 de sorte
a laissant passer la lumiere. Le masque additionnel 14 est en une matiere
opaque.

L’élément optique 13 présente une zone centrale 16 apte a dévier
la lumieére et un motif de positionnement 17. Avantageusement, la zone
centrale 16 et le motif de positionnement 17 sont sur le c6té arriere de
I’¢lément optique 13, c’est-a-dire du c6té de la puce 6, le motif de
positionnement 17 étant détectable au travers de 1’ouverture avant 12 du
capot d’encapsulation 14.

Les axes optiques du composant optique 8 de la puce 6 et de la
zone centrale 16 de 1’élément optique 13 et 1’axe de I’ouverture locale
15 du masque additionnel 14 sont situés sur un axe optique commun, de
sorte a obtenir un alignement correct, cet axe optique commun étant
perpendiculaire a la face avant de la puce 6 et au substrat de support 2.

Ainsi, le masque additionnel 14 forme un diaphragme optique.

L’ouverture locale 15 du masque additionnel 14 est plus petite
que l’ouverture avant 12 du capot d’encapsulation 10.

Selon une variante de réalisation, le dispositif électronique 1
peut comprendre les dispositions suivantes.

Le capot d’encapsulation 10 comprend une paroi périphérique 18
dont un bord arriere 19 est fixé au-dessus de la face avant 4 du substrat
de support 2 par I’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle (non

représenté). Ce cordon de colle est en une matiere opaque.
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Le masque additionnel 14 est fixé sur un bord avant 20 de la
paroi périphérique 18 par I’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle
(non représenté).

Le capot d’encapsulation 10 comprend un épaulement
intermédiaire intérieur annulaire 21 qui est en saillie depuis la paroi
périphérique 18 et dont le bord intérieur délimite 1’ouverture avant 12.

L’¢élément optique 13 est fixé sur une face avant 22 de
I’épaulement intermédiaire 21, ¢’est-a-dire a I’opposé de la puce 6, par
I’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle (non représenté).

L’élément optique 13 comprend une pastille de base 23, par
exemple en verre et, sur une face arriere de cette pastille 23, c’est-a-
dire du co6té de la puce 6, une couche 24 en polymere structurée pour
former la zone centrale 16 apte a dévier la lumiére et le motif de
positionnement 17.

Optionnellement, 1’¢é1ément optique 13 comprend une couche
avant (non représentée), apte a former un filtre, par exemple un filtre
UV.

Le dispositif électronique 1 peut étre fabriqué et monté de la
maniere suivante.

On dispose d’une part d’un substrat de support 2 sur lequel est
montée et connectée électriquement une puce 6 et on dispose d’autre
part d’un capot d’encapsulation 10 préfabriqué, par exemple obtenu par
un procédé d’injection, et d’un élément optique 13.

A 1I’aide d’une seringue, on dépose un cordon de colle sur la face
avant 22 de 1’épaulement 21 du capot d’encapsulation 10.

A 1’aide d’un outil de transfert et de positionnement, on monte,
par I'avant du capot d’encapsulation 10, 1’élément optique 13 sur
I”épaulement 21, en plagant I’axe de la zone centrale 16 apte a dévier la
lumiere de I’élément optique 13 selon 1’axe de 1’ouverture avant 12 et
en plagant le motif de positionnement 17 selon une position souhaitée
en orientation de 1’élément optique 13 par rapport au capot
d’encapsulation 10 selon [’axe de 1’ouverture avant 12 ou ’axe de la

zone centrale 16 apte a dévier la lumiere de 1’élément optique 13. Cette
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opération est réalisée en détectant le motif de positionnement 17 par
I’arriére du capot d’encapsulation 10, au travers de ’ouverture avant 12.

A I"aide d’une seringue, on dépose un cordon de colle sur le bord
avant 20 du capot d’encapsulation 10.

A lI’aide d’un outil de transfert et de positionnement, on monte
le masque additionnel 14 sur le bord d’extrémité avant 20 du capot
d’encapsulation 10 en plagant I’axe de 1’ouverture locale 15 selon 1’axe
de ’ouverture avant 12 ou 1’axe de la zone centrale 16 apte a dévier la
lumiére de 1’¢élément optique 13.

Ensuite, un outil de transfert et de positionnement place le capot
d’encapsulation 10, muni de 1’élément optique 13 et du masque
additionnel 14, dans une position de référence €tablie par rapport a une
position fixe du substrat de support 2 et de la puce 6 montée sur le
substrat de support 2, en mettant en ceuvre un outil de détection apte a
détecter le motif de positionnement 17 au travers du passage avant 12,
par ’arriere du capot d’encapsulation 10.

Puis, depuis la position de référence et sous 1’effet d’un
programme de déplacement adapté, [’outil de transfert et de
positionnement amene et monte le capot d’encapsulation 10 muni de
I’¢élément optique 13 et du masque additionnel 14 au-dessus du substrat
de support 2, dans la position montée décrite précédemment.

Dans le cas ou le dispositif électronique est placé en arriere
d’une paroi transparente d’un appareil, dans une position telle que cette
paroi transparente est du co6té et a faible distance de la face avant du
masque additionnel 14, I’existence du masque additionnel 14 limite la
pénétration, au travers de l’ouverture locale 15 du masque additionnel
14, d’un rayonnement lumineux existant dans 1’espace entre cette paroi
transparente et le masque additionnel 14 vers I’élément optique 13 et
donc vers la chambre 11 dans laquelle se situe la puce 6.

En se reportant a la figure 2, on va maintenant décrire un
dispositif électronique 100 qui comprend, d’une maniere générale, deux
dispositifs électroniques élémentaires 101 et 102 respectivement

équivalents au dispositif électronique 1 illustré sur la figure 1, 1’un étant
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spécifiquement apte a émettre de la lumiere vers 1’extérieur et 1’autre
étant spécifiquement apte a capter la lumiére extérieure.

Le dispositif électronique 100 comprend un substrat commun de
support 2a qui présente une face arriere 3a et une face avant 4a et qui
inclut un réseau intégré Sa de connexions électriques d’une face a
1”autre.

Le dispositif électronique 100 comprend des puces électroniques
6a et 6b qui sont fixées sur la face avant 4a du substrat commun de
support 2a, par I’intermédiaire de couches de colle, et qui sont situées
a distance 1’une de ’autre.

La puce électronique 6a comprend dans sa face avant 7a un
composant optique 8a, apte a émettre un rayonnement lumineux.

La puce électronique 6b comprend dans sa face avant 7b un
composant optique 8b, apte a recevoir ou capter un rayonnement
lumineux.

Les puces 6a et 6b sont relides électriquement au réseau de
connexions ¢électriques Sa par des fils électriques 9a et 9b.

Le dispositif électronique 100 comprend un capot commun
d’encapsulation 10a qui est fixé au-dessus de la face avant 4a du substrat
de support 2a et qui délimite des chambres 1la et 11b a l’intérieur
desquelles se situent respectivement les puces 6a et 6b.

Le capot d’encapsulation 10a présente des ouvertures avant 12a
et 12b situées respectivement en avant des composants optiques 8a et 8b
des puces 6a et 6b.

Le dispositif électronique 100 comprend des éléments optiques
13a et 13b en forme de pastilles, aptes a étre traversés par la lumiére,
qui sont montés sur le capot d’encapsulation 10a et qui recouvrent
respectivement les ouvertures avant 12a et 12b du capot d’encapsulation
10a.

Le dispositif électronique 100 comprend un masque commun
additionnel 14a en forme de plaque, qui est monté sur le capot
d’encapsulation 10a, qui s’étend en avant des éléments optiques 13a et

13b et qui présente des ouvertures locales 15a et 15b situées
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respectivement en avant des composants optiques 8a et 8b des puces 6a
et 6b de sorte a laissant passer la lumiere.

Les ouvertures locales 15a et 15b du masque additionnel 14a sont
respectivement plus petites que les ouvertures avant 12a et 12b du capot
d’encapsulation 10a.

L’élément optique 13a présente une zone centrale 16a apte a
dévier la lumiere et un motif de positionnement 17a. Spécifiquement, la
zone centrale 16a est apte a produire une dispersion multidirectionnelle,
vers 1’extérieur, de la lumieére émise par le composant optique émetteur
8a de la puce 6a, vers 1’extérieur au travers de ’ouverture locale 15a du
masque additionnel 14a.

L’élément optique 13b présente une zone centrale 16b apte a
dévier la lumiere et un motif de positionnement 17b. Spécifiquement, la
zone centrale 16b, formant une lentille optique convergente, est apte a
faire converger la lumiére extérieure traversant 1’ouverture locale 15b
du masque additionnel 14a, vers le composant optique récepteur 8b de
la puce 6b.

D’une part le composant optique 8a de la puce 6a, la zone
centrale 16a de I’élément optique 13a et 1’ouverture locale 15a du
masque additionnel 14a, appartenant au dispositif élémentaire 101, et
d’autre part le composant optique 8b de la puce 6b, la zone centrale 16b
de 1’élément optique 13b et 1’ouverture locale 15b du masque
additionnel 14a, appartenant au dispositif élémentaire 101, sont
respectivement alignés et situés sur des axes optiques communs, comme
décrit précédemment.

Selon une variante de réalisation, le dispositif électronique 100
peut comprendre les dispositions suivantes.

Le capot d’encapsulation 100 comprend une paroi périphérique
18a et une cloison intérieure 18b qui rejoint deux cotés opposés de la
paroi périphérique 18a et qui passe entre et a distance des puces 6a et
6b et sépare les chambres 12a et 12b.

Le bord arriere 19a de la paroi périphérique 18a et le bord arriere

19b de la cloison intérieure 18b sont fixés au-dessus de la face avant 4a
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du substrat commun de support 2a par 1’intermédiaire d’un cordon
annulaire de colle (non représenté).

Le masque additionnel 14a est fixé sur un bord avant 20a de la
paroi périphérique 18a et un bord avant 20b de la cloison intérieure 18b
par ’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle (non représenté).

Le capot d’encapsulation 101 comprend des épaulements
intermédiaires intérieurs annulaires 21a et 21b qui sont en saillie depuis
la paroi périphérique 18a et la cloison intérieure 18b et dont les bords
intérieurs délimitent respectivement les ouvertures avant 12a et 12b.

L’¢élément optique 13a est fixé sur une face avant 22a de
I’épaulement intermédiaire 21a, ¢’est-a-dire a ’opposé de la puce 6a,
par ’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle (non représenté).

L’¢élément optique 13b est fixé sur une face avant 22b de
I’épaulement intermédiaire 21b, c¢’est-a-dire a 1’opposé de la puce 6b,
par ’intermédiaire d’un cordon annulaire de colle (non représenté).

L’¢élément optique 13a comprend une pastille de verre 23a et, sur
une face arriere de cette pastille 23a, ¢’est-a-dire du c6té de la puce 6a,
une couche 24a en polymere structurée pour former la zone centrale 16a
apte a faire diffracter la lumiére et le motif de positionnement 17a.

L’¢élément optique 13b comprend une pastille de verre 23b et, sur
une face arriere de cette pastille 23b, c¢’est-a-dire du c6té de la puce 6b,
une couche 24b en polymeére structurée pour former la zone centrale 16b
formant une lentille convergente et le motif de positionnement 17b.

Optionnellement, les éléments optiques 13a et 13b comprennent
des couches avant (non représentées), aptes a former des filtres, par
exemple des filtres UV.

Le dispositif électronique 1 peut étre fabriqué et monté de la
maniere suivante.

On dispose d’une part d’un substrat commun de support 2a sur
lequel sont montées et connectées électriquement des puces 6a et 6b, a
une distance souhaitée, et on dispose d’autre part d’un capot
d’encapsulation 10a préfabriqué, par exemple obtenu par un procédé

d’injection.
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On monte les éléments optiques 13a et 13b sur les épaulements
2la et 21b du capot d’encapsulation 10a puis le masque additionnel 14a
sur les bords d’extrémité avant 20a et 20b du capot d’encapsulation 10a,
respectivement comme décrit précédemment, en plagant leurs axes
optiques communs a une distance souhaitée et en plagant les motifs de
positionnement 17a et 17b dans des positions souhaitées.

Ensuite, un outil de transfert et de positionnement place le capot
d’encapsulation 10a, muni des éléments optiques 13a et 13b et du
masque additionnel 14a, dans une position de référence établie par
rapport & une position fixe du substrat commun de support 2a et des
puces 6a et 6b montées sur le substrat commun de support 2a, en mettant
en ceuvre un outil de détection apte a détecter les motifs de
positionnement 17a et 17b au travers des passages avant 12a et 12b,
c’est-a-dire par 1’arriére du capot d’encapsulation 10a, et sous 1’effet
d’un programme de déplacement adapté.

Puis, depuis la position de référence et sous 1’effet d’un
programme de déplacement adapté, [’outil de transfert et de
positionnement améne et monte le capot d’encapsulation 10 muni des
¢léments optiques 13a et 13b et du masque additionnel 14a au-dessus du
substrat commun de support 2a, dans la position montée décrite
précédemment.

Optionnellement, le capot d’encapsulation 10a pourrait
comprendre un rebord périphérique avant entourant a distance le masque
additionnel 14a.

Selon une variante de réalisation, le masque additionnel 14a
pourrait étre en deux parties, I’une étant au-dessus de I’épaulement 21a
et ’autre au-dessus de I’épaulement 21b.

Selon un mode de fonctionnement, 1’émetteur 8a de la puce
é¢mettrice 6a émet un rayonnement lumineux vers 1’extérieur au travers
de I’ouverture avant 12a du capot d’encapsulation 10a, de 1’élément
optique 13a et de I’ouverture locale 15a du masque additionnel 14a. Le
détecteur 8b de la puce réceptrice 6b capte le rayonnement lumineux

extérieur qui passe au travers de l’ouverture locale 15a du masque
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additionnel 14a, de I’élément optique 13b et de I’ouverture avant 12b
du capot d’encapsulation 10a.

Le dispositif électronique 100 peut avantageusement détecter la
présence ou I’absence d’un objet en avant du masque additionnel 14a et
donc constituer un détecteur de proximité.

Selon un exemple de montage particulier, le dispositif
électronique 100 est placé en arriere d’une paroi transparente d’un
appareil, dans une position telle que cette paroi transparente est du coté
et a faible distance de la face avant du masque additionnel 14a.

L’existence du masque additionnel 14a limite la pénétration, au
travers de l’ouverture locale 15b du masque additionnel 14a, d’un
rayonnement lumineux existant éventuellement dans 1’espace entre cette
paroi transparente et le masque additionnel 14a et issu de la puce
émettrice 6a, vers 1’élément optique 13b et donc vers la chambre 11 dans
laquelle se situe la puce réceptrice 6b.

Ainsi, la puce réceptrice 6b est protégée contre le rayonnement
de la puce émettrice 6a, en arriére de ladite paroi transparente de
1”appareil.

Le dispositif électronique peut avantageusement €tre installé a
I’intérieur d’un téléphone portable ou d’une tablette électronique, en

arriere d’une paroi transparente.
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REVENDICATIONS

{. Dispositif électronique comprenant :

un substrat de support (2) qui présente une face avant de montage
(4),

une puce électronique (6) montée sur la face avant de montage
du substrat de support et pourvue dans sa face avant d’un composant
optigue {&},

un capot (10} d’encapsulation de la puce, gqui est monté au-
dessus de ladite face avant du substrat de support, qui délimite une
chambre (11} dans laquelle se situe la puce et qui présente une ouverture
avant {12} située en avant du composant optigue de la puce et un
¢paulement (21} entourant Uouverture avant (12),

un ¢lément optigue (13}, apte & étre traversé par la lumidre, qui
est monté sur une face avant de "épaulement (21} du capot et qui
recouvre "ouverture du capot,

et un masque additionnel {14) qui est monté au-dessus d’un bord
avant (20} du capot situé autour et 4 distance de I"élément optigue (13},
qui s’étend en avant dudit élément optique et qui présente une ouverture
locale (15) située en avant du composant optique de la puce plus petite
que Pouverture avant {12} du capot ;

dans lequel I’élément optique (13) comprend une zone centrale
{16} apte a dévier la lumiére et un motif de positionnement {17}
détectable au travers de I'ouverture avant {(12) du capot d’encapsulation.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ’élément
optigue {13) comprend une pastille de base {23) et une couche arriére
{24} incluant ladite zone centrale {16) apte a dévier la lumiére ot ledit
motif de positionnement {17).

3. Digpositif électronique selon P'une des revendications
précédentes, dans lequel :

une autre puce ¢lecironigue est montée sur la face avant de
montage du sobsirat de support et pourvue dans sa face avant d’un

composant optigue,
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le capot d’encapsulation délimite une autre chambre dans
faguelle se situe "autre puce et présente une autre ouverture avant située
en avant du composant optigue de autre puce,

un élément optique, apte 4 8ire {raversé par la lumiére, est monté
sur e capot et recouvre "autre ouverture du capot,

et le masque additionnel présente une autre ouverture locale
située en avant du composant opilique de 1"auire puce.

4. Procédé de fabrication d’un dispositif élecironique,
comprenant ;

disposer d une part d’un substrat de support (2) sur une face
avant duquel est montée au moins une puce électronique {6) comprenant
un composant optique (8) et d’autre part d’un capot d’encapsulation {10)
présentant une owvverture avant {12} et un épaulement {21) entourant
Pouverture avant (12) et d’un élément optique (12) apte a laisser passer
la lumidre comprenant une zone centrale (16) apte & dévier la lumiére et
un motif de positionnement (17),

monter I’élément optigue par avant au-dessus d’une face avant
de D’épaunlement (21) du capot d’encapsulailion, en avant de ladite
ouverture avant, en détectant le motif de positionnement (17} par
Parriére du capot d’encapsulation, au travers de Pouverture avant {12),
de sorte & placer ’axe de la zone centrale {16) apte & dévier la lumiére
selon 'axe de Douverture avant (12) et & placer le motif de
positionnement (17) selon une position souhaitde en orientation de
I’élément optique (13) par rapport au capot d’ encapsulation selon Yaxe
de Pouverture avant (12} ou [’axe de la zone centrale (16) apte & dévier
la lumiére,

monter au-dessus d’un bord avant (20) du capot situd autour et &
distance de I'élément optigue (13} un masque additionnel {14), en avant
de 1"élément optigue (12), lc masque additionnel (14) présentant une
ouverture locale (15}, en plagant "axc de Pouverture locale (15) selon
I’axe de "ouverture avant {12) ou ’axe de la zone centrale (16) apte a
dévier Ia lumiére;

monter le capot d’encapsulation {10} au-dessus de la face avant
du substrat de support {2), dans une position telle que la puce soit située
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dans une chambre délimitée par le capot d’encapsulation ef que
’élément optique {13) soit en avant du composant optique (8) de 1a puce
{6}, de sorte que les axes optiques du composant optigue (8) de 1a puce
(6) et de P'élément optique (13) ot Paxe de Pouverture locale (13} du
masque additionnel (14} soient situés sur un axe optique commun.

3. Procédé selon la revendication 4, dans leguel le montage du
capot d’encapsulation comprend ¢

placer le capot & encapsulation (10) muni de I"élément optique
{13} et du masque additionnel {14) dans une position de référence,

détecter le motif de positionnement (17) de 1’élément optique
(13} au travers de Uouverture avant (12} du capot d’encapsulation {10)
par rapport & une position du subsirat de support ou de la puce montde
sur le substrat de support,

déplacer ¢t monter le capot ’encapsulation (10) au-dessus du
substrat de support {2), depuis la position de référence et conformément

a un programme de déplacement et de montage.
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